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1.1 Alcance Este estándar es un recopilatorio de criterios y requisitos de aceptabilidad de calidad visual para ensambles
electrónicos. Este estándar no proporciona criterios para la evaluación de microsecciones (cortes transversales).

Este documento presenta los requisitos de aceptación para la fabricación de ensambles eléctricos y electrónicos.
Históricamente, los estándares para ensambles electrónicos contenían reglas más amplias, que cubrían los principios
y técnicas. Para un entendimiento más completo de las recomendaciones de este documento, se puede utilizar este
documento en conjunto con IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 e IPC J-STD-001.

Los criterios en este estándar no tienen la intención de definir procesos para efectuar las operaciones de ensamble ni para
autorizar reparaciones, modificaciones o cambios en el producto del cliente. Por ejemplo, la presencia de criterios para la
unión de componentes con adhesivo no implica/ni autoriza/ni requiere uniones con adhesivo y mostrar un cable enrollado en
el sentido del reloj no implica/ni autoriza/ni requiere, que todos los alambres o cables tienen que ser enrollados en la dirección
de las manecillas del reloj.

Los usuarios de este estándar deberían tener conocimiento de los requisitos aplicables en los documentos y como aplicarlos.

Se debería mantener evidencia objetiva de la demostración de este conocimiento. Donde esta evidencia objetiva no esté
disponible, la organización debería considerar revisar periódicamente las habilidades personales para determinar los criterios
visuales de aceptabilidad apropiadamente.

El IPC-A-610 contiene criterios fuera del alcance del IPC J-STD-001, que define el manejo, las mecánicas y otros requisitos
de mano de obra. La Tabla 1-1 es un resumen de los documentos relacionados.

Tabla 1-1 Resumen de documentos relacionados

Propósito del
documento

Especificación
nº Definición

Estándar de
diseño

IPC-2220 (Serie)
IPC-7351
IPC-CM-C-770

Los requisitos del diseño reflejan tres niveles de complejidad (Niveles A, B, y C) indicando
geometrías más finas, mayores densidades o mas pasos en el proceso para elaborar el
producto.
Guías del proceso de ensamble de componentes para asistir en el diseño de la tarjeta
de circuito impreso (PCB) y en el ensamble donde los procesos se concentran en
los principios de patrones de pistas para SMT y through-hole, que usualmente son
incorporadas en el proceso de diseño y documentación.

Requisitos de PCB IPC-6010 (Serie)
IPC-A-600

Requisitos y documentación de aceptabilidad para sustratos rígidos, rígido-flexibles,
flexibles y otros tipos de sustratos (tarjetas o tableros de circuitos impresos).

Documentación
del producto final

IPC-D-325 Es la documentación que describe las especificaciones de la tarjeta diseñada por el cliente
o requisitos de ensamble del producto final. Los detalles pueden o no hacer referencia a
especificaciones de la industria o a estándares de fabricación, así como a las preferencias
propias del cliente o a requisitos de estándares internos.

Estándares del
producto final

J-STD-001 Cubren los requisitos para la soldadura de ensambles eléctricos y electrónicos,
describiendo las características mínimas aceptables para el producto final, así como
métodos de evaluación (métodos de prueba), la frecuencia de las pruebas, y la habilidad
aplicable para los requisitos de control del proceso.

Estándar de
aceptabilidad

IPC-A-610 Es el documento de interpretación ilustrativa, indicando varias características de la tarjeta
de circuito impreso y/o ensambles, relacionadas con las condiciones mínimas deseables,
señaladas por el estándar de funcionamiento del producto final y refleja las diferentes
condiciones que están fuera de control (indicador de proceso o defecto), para asistir
a la evaluación del proceso, a fin de determinar las acciones correctivas.

Programas
de formación
(opcional)

Requisitos de formación documentados para enseñar y aprender los procedimientos del
proceso y las técnicas para implementar los requisitos de aceptación para estándares de
producto final, estándares de aceptabilidad o requisitos detallados en la documentación
del cliente.

Retrabajo y
reparación

IPC-7711/7721 Documentación que determina los procedimientos para quitar y reemplazar recubrimientos
de barnizado (recubierta de conformal) y componentes, reparación de la máscara de
soldadura, así como para efectuar la modificación o reparación de laminado de la tarjeta,
conductores y orificios con metalización (orificios con soporte, plated through-hole).
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